E ectroJet™

Additive Printed Electronics

EL PROXIMO
OLA GRANDE

Multicapa
Multimaterial




de investigacion, desarrollo y fabricacion
de materiales especiales para fabricacion aditiva.
Fabricacion (impresion 3D)

Profesionales técnicos y empresariales con mas
de 25 anos de experiencia en la industria

Centrado en las aplicaciones de uso final para
las propiedades del material y las especificaciones




Segmentos clave del mercado

Avanzado
S Aeroespacial Automotor
Fabricacion
Electronica Médico/Dental Militar/Defensa

Seguridad
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Disenado para el rendimiento
Soluciones de marca ChemCubed

NanoCubed™

3D Printing Material Solutions

NANOCOMPUESTO
FOTOPOLIMEROS PARA
RENDIMIENTO EXPONENCIAL

MATERIALES RIGIDOS Y FLEXIBLES

MATERIALES OPTICOS

Additive Printed Electronics

MULTICAPA, MULTIMATERIAL
SOLUCIONES DE IMPRESION DIGITAL PARA

ELECTRONICA

PLATA SIN NANOPARTICULAS
TINTAS CONDUCTORAS Y DIELECTRICOS

TECNOLOGIA DE IMPRESION 3D UV



Definicion de electronica impresa

La electronica impresa es un término general que engloba el

metodo de impresion utilizado para crear dispositivos
electronicos mediante la impresion sobre una variedad de sustr

* Originalmente relacionado con la electronica organica o plastica que utiliza tintas
hechas de compuestos a base de carbono.

» La demanda de dispositivos portatiles, componentes electronicos mas delgados
y aplicaciones de mayor rendimiento esta impulsando el desarrollo de
materiales e impresoras.

* Evolucionando con el tiempo hacia tecnologias de impresién capaces de ofrecer

velocidad y eficiencia en costes.

* Los materiales impresos se estan volviendo lo suficientemente delgados,

ligeros y flexibles como para integrarse en las lineas de produccién existentes.
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Existen multiples métodos de tecnologia de deposicion, pero no todos son iguales.

Metal

directo /

Seda Aerosol Directo Térmico Flexogra Pulverizacion Girar

Jeringuilla Chorro de tinta e : otras
Pantalla Chorro Escribir Transferir phic Revestimiento Revestimiento

tecnologias
emergentes

Hay muchas consideraciones a tener en cuenta al evaluar la tecnologia de deposicion para
una aplicacion.

Especialidad vs.
Multimaterial /

ImpreS|on Salida del producto Planar vs. 3 ejes / 5- Materiales compatibles
Requisitos de

digital (variable vs. fija) (EEEE L, E TR, 2 (Tintas)

multiples capas
dimension del tamafo)




Ventajas de la electronica impresa

Impacto sostenible (aditivo

vs. sustractivo)

Menos materiales de entrada

Menos energia

QO

Disefio, desarrollo y creacion Fabricacion a medida / reformas Miniaturizacion
rapida de prototipos de componentes / reduccion
de peso
Horas vs. semanas / Mitigar la obsolescencia de los equipos
Retroalimentacion electronicos de la flota

inmediata sobre las pruebas de disefio TR
Menores limitaciones

Velocidad de modificacion / técnicas asociadas

Rapidez para llegar al mercado normalmente a la produccién

en masa de productos electronicos.

Potencial de gestién interna frente a

subcontratacion (seguridad de la propiedad intelectual)

Optimizacién funcional: multicapa /
incrustacion / encapsulacion

protectora




Aditivo vs. Sustractivo

» Mascara resistente para determinar el cobre

fosea Digitally printed circuits vs. traditional copper
tradiCionaI « Elimine el cobre no enmascarado mediante grabado. et C h i n g

proceso  [NRREREN (additive vs. subtractive mfg)

grabado

* Los cambios requieren una nueva mascara/grabado

Before Etching After Etching

Resist Resist Resist Resist 1
Copper

pl’OCGSO » Imagen computarizada para trazado de cobre

Laminate Laminate

* Imprimir directamente sobre el sustrato

de

Copper Coating Copper Etching e j

* Proceso aditivo variable = -
Copper Etched PCB

impresién dlgltal « Cambios por archivo y reimpresion

FR4 board laminate .‘ 1
(substrate) choocs e

Printing | ﬁ. "4
» Tradicional mediante grabado repetitivo, s B O

Proceso muIticapa laminacién y perforacién. Digital Image Prep Silver Printing Inkjet Printed PCB

« Inyeccidn de tinta por secuencia de impresion de
archivos/materiales




E| E ectroJet™

Additive Printed Electronics

LA MARCA ELECTROJETTM ES LA CULMINACION DE

MATERIALES DE ALTO RENDIMIENTO, IMPRESION POR INYECCION DE TINTA

TECNOLOGIA Y CAPACIDADES DE PROCESOS

Materials estan disponibles comercialmente para una amplia
variedad de aplicaciones.

- Nuestro sistema de ocho canales 21 INTETS Proporcionar electrénica
multicapa y multimaterial con un rendimiento inigualable.

* Nuestro [ggicie dé asistencia capacita a su equipo en cuestion de horas;

nuestro sistema de plantillas dieléctricas permite una precision de

impresion inferior a 10 micras.
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The trio provide

a full synergistic

solution for our
end-user



Plata sin nanoparticulas
Tinta conductora

Curable con luz ultravioleta
Tinta aislante dieléctrica

Excelente rendimiento aislante entre capas conductoras.

*Rendimiento conductivo de primera clase

sconductividad cercana a la del material a granel de la plata

Promotor de adhesion a alta energia superficial
sustratos

eresistividad volumétrica en el rango de 10 ohm-m

=Eficiencia de sinterizacion inigualable

tan bajo como 80°C en 5 minutos Encapsulado para proteger de la humedad, los

productos quimicos y la abrasion fisica del entorno

tan rapido como segundos >100 °C
externo.

*Imprimibilidad y fiabilidad superiores con una
Muiltiples formulaciones optimizadas para aplicaciones de

repetibilidad de hasta el 1 %.
uso final.

*Excelente adhesion a multiples sustratos

Materiales ElectroJetTM

Tiene mas que ver con la tinta de lo que piensas.




Materiales ElectrodetTM

La diferencia es clara

Tintas de plata con nanoparticulas

o Color opaco

0 15 - 40% de carga de particulas de plata

o Contiene otros rellenos/resinas

o Las particulas se sedimentan y requieren recirculacion

antes o durante su uso.

Electrochorro Tinta plateada sin particulas TM

o Transparente en color
o Libre de particulas

o No contiene rellenos ni resinas.

o Simplemente filtre antes de usar y la tinta se mantendra estable
sin necesidad de recirculacion.
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Materiales

Claramente, hay una
diferencia.

Las particulas pueden obstruir los cabezales de inyeccion de tinta.

Temperatura de sinterizacion: 130 °C / 30 min

oPlata sinterizada y cargas (40 — 60%)

El relleno y/o los huecos no son conductores.

Fiabilidad de Jettable

Temperatura de sinterizacion: 80 °C /5 min
Plata sinterizada unicamente (99%)

La plata libre de huecos es totalmente

conductora.



Dieléctrico de alto rendimiento: nuestra tinta mas reciente

Nuestra formulacion mas reciente es un
material dieléctrico nanocompuesto revolucionario
que:

» Aisla las capas entre los circuitos, °

enmascara el material para la soldadura

y * proporciona soporte en los puntos de conexion; lo que
permite reemplazar la placa F para placas de doble cara.

DI-7 HPD-3D
Coefficient of Thermal Expansion (10-6/K) 177 25
T, (°C) 70 :
Young’s Modulus (MPa) 400 1150
Tensile Strength (MPa) 201 66
Elongation (%) 25 15




Tecnologia de impresion

Sino

también la solucion combinada de una

Necesidades de una solucion de herramientas de impresién comercial:

* Proceso de inyeccion de tinta para reemplazar multiples pasos y

técnicas manuales.
* Produccion eficiente y de bajo costo sin precedentes

* Flexibilidad para disefiar/desarrollar/prototipar y finalmente
PRODUCE para la mayoria de las aplicaciones

electronicas impresas digitalmente.

» Recubrimientos funcionales en capas multimateriales y
laminaciones
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El original
Impresora 3D ElectroUV ElectroUV3D -3200

ElectroUV3D -1216




Inkjet Head
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Efecto de capas de trazado de plata

Sin utilizar plantillas dieléctricas:

Figura 1A Figura 1B = Fig. 1A — 3 pasadas de tinta plateada

= Fig. 1B — 18 pasadas de tinta plateada

= La altura del trazado no se construye de forma eficaz
en la direccién z (~maximo 5 ym).

= El ancho de la linea continua aumentando (de

0,55 mm a 0,80 mm).

Con plantillas dieléctricas:

*» Fig. 1C — 3 pasadas de tinta plateada

Figura 1C Figura 1D

» Fig. 1D — 18 pasadas de tinta plateada
= La altura del trazado aumenta de forma efectiva
en la direccién z (~24 ym).

= El ancho de la pista se mantiene (0,40 mm)
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Proceso posterior a la impresion
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* Procedimiento de mascara de soldadura

i
o

* Protege un circuito impreso contra la oxidacion/
evita la formacién de puentes de soldadura entre las
almohadillas de soldadura.
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‘"“"“‘“*""‘ - _ 1 EE R » Ampliamente utilizado en soldadura por reflujo

* Impreso con impresora ElectroUV3D, mismo proceso que la tinta
dieléctrica.
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Sustratos

Materiales planares rigidos, flexibles y rigidos/flexibles*

Placa FR4 Vidrio

Polimero de cristal liquido (LCP) Vidrio recubierto de (1O
Ceramica

Poliéster (PET)

Policarbonato Lamina / Metal

Pelicula de poliimida (Kapton) Felae IRl CA e

Material de etiquetas

*Es posible imprimir material rigido sobre sustratos flexibles.




Procesos multicapa
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Aplicaciones

« Circuitos impresos/placas de circuitos/embalaje electronico

» Pantallas

« Electronica hibrida flexible, arneses de escritura *
Componentes pasivos (resistencias, condensadores, inductores)
* Aplicaciones de RFID, sensores, blindaje y antenas

» Fabricacion de semiconductores

 Energia fotovoltaica

* Dispositivos portatiles




Contacto:
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Jettable Solutions™

Tecnologia mundial ™
Corporacion

+1 (646) 775-4976
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3DWorldTech.com

info@3DWorldTech.com
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